WO 2018/157937 PCT/EP2017/054971
39

Patentanspriche

I. Verfahren zum Bonden von Chips (7) auf ein Halbleitersubstrat
(11°) oder auf weitere Chips,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Chips (7) durch einen Direktbond auf das Halbleitersubstrat

(11%) oder die weiteren Chips gebondet werden.
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2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das
Direktbonden an Bondoberflichen (7b) der Chips (7) erfolgt,
wobei die Bondoberflichen (7b) Hybridbondoberflichen sind.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Chips (7) positioniert werden und eine

Selbstausrichtung der Chips (7) erfolgt.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass zur Herstellung der Chips (7) ein Substrat
(11) auf einem Triger (15), insbesondere auf einer Folie, fixiert
wird und danach das Substrat {11) in die Chips (7) vereinzelt

wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass vor der
Fixierung des Substrats (11) auf dem Triager (15) eine
Bondoberfliche (7b) des Substrats (11) gereinigt wird.

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass
die Bondoberflichen (7b) der Chips (7) wihrend der Entfernung
vom Triger (15) und/oder wihrend des Transports zu weiteren
Positionen, insbesondere Bondpositionen, gereinigt werden,

insbesondere kontinuierlich gereinigt werden.

7. Verfahren nach Anspruch 4, 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet,
dass die Chips (7) durch mechanische Trennmittel vereinzelt
werden, wobei zuvor Fugen (12) in die Bondoberfldche (7b) des

Substrats (11) eingebracht wurden.
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Vorrichtung zum Bonden von Chips (7) auf ein Halbleitersubstrat
(119) oder weitere Chips,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Chips (7) durch einen Direktbond auf das Halbleitersubstrat

(11%) oder die weiteren Chips gebondet werden kdnnen.

Vorrichtung nach Anspruch 8, aufweisend eine
Ejektorvorrichtung (1) mit Vertiefungen (2) zur Positionierung

und/oder Fixierung der Chips (7).

Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, wobei sich Durchfiihrungen
(3), insbesondere Bohrungen, an Bodenfldchen der Vertiefungen
(2), wobei durch die Durchfiihrungen (3) eine Hebevorrichtung
(4) die Chips (7) anheben kann, um die Chips (7) fiir einen

Greifer (5) zugénglich zu machen.

Vorrichtung nach Anspruch 8, 9 oder 10, wobei eine Tiefe (t) der
Vertiefungen (2) einer Héhe der Chips (7) entspricht.

Vorrichtung nach Anspruch 8, 9, 10 oder 11, wobei der Greifer
(5) den Chip (7) an einer der Bondoberfliche (7b)

gegeniiberliegenden Fixieroberfldche fixiert.

Vorrichtung nach Anspruch 8, 9, 10, 11 oder 12, aufweisend eine
Maske (23) mit einer Apertur (24), wobei die Maske (23) solange
fiber der mit den Chips (7) beladenen Ejektorvorrichtung (1,1°)
verfahrbar ist, bis sich die Apertur (24) iiber dem nédchsten zu

bondenden Chip (7) befindet.
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14,  Vorrichtung nach Anspruch 8, 9, 10, 11. 12 oder 13, aufweisend

einen Bondkopf (9) zum Fixieren, Transportieren und Bonden der

Chips (7).

15.  Chipstapel aus Chips, dadurch gekennzeichnet, dass

die Chips durch einen Direktbond miteinander gebondet sind.

16. Halbleitersubstrat (11°) mit Chips, dadurch gekennzeichnet, dass
die Chips durch einen Direktbond auf das Halbleitersubstrat (117)

gebondet sind.



